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© Optoelektronisches Weg-, Winkel- oder Rota- 
tionsmeRgerat, mit einem beleuchteten oder durch- 
ieuchteten Codetrager, wenigstens einer Codespur 
mit Hell- und Dunkeifeldern auf dem Codetrager, 
einer neben dem Codetrager angeordneten Blenden- 
einrichtung in Form einer Platte mit der Codespur 
zugeordnetem lichtdurchlassigem Bereich und ei- 
nem optoelektronischen Sensor auf der dem Code- 
trager abgewandten Seite der Blendeneinrichtung 
mit diesem zugewandter lichtempfindlicher Sensor- 
2| flache, in welche die Blendeneinrichtung von der 
^ Codespur beeinfluBtes Licht durchlaGt, wobei die 
plattenformige Blendeneinrichtung auf der vom Co- 
detrager abgewandten Seite einen optoelektroni- 
schen Halbleiterchip als Sensor mit der Platte zuge- 
^ wandten Kontaktstellen und die Blendeneinrichtung 
auGerdem auf dieser Seite die Kontaktstellen des 
Halbleiterchips kontaktierende elektrische Leiterbah- 
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Gegenstand der Erfindung ist ein optoelektroni- 
sches Weg-, Winkel- oder RotationsmeGgerat nach 
dem Oberbegriff des Anspruches 1 . 

Bei bekannten optoelektronischen Winkel-, 
Rotations- und WegmeGgeraten tastet ein Licht- 
strah! die Codespur eines Codetragers Oder Enco- 
ders ab und miflt ein Sensor die Intensitatsande- 
rung des Lichtes durch die Codespur. Bei inkre- 
mentalen MeGsystemen werden zur Positionsbe- 
stimmung lediglich die Intensitatsanderungen ge- 
zahlt. Bei Stromausfallen kann dies zum Verlust 
der Lageinformation fuhren. Absolute MeGsysteme 
konnen hingegen mehrere Codespuren mit ver- 
schiedener Codierung aufweisen, die eine Lagebe- 
stimmung allein aufgrund der jeweils ermittelten 
Codeinformation ermoglichen. 

Meistens wird das sogenannte Durchlichtprin- 
zip angewandt Hierbei ist eine Lichtquelle so aus- 
gerichtet, daG ihr Lichtstrahl durch einen bewegli- 
chen Codetrager in Form eines GlasmaGstabes 
oder einer transparenten Codescheibe fallt. Bei der 
Bewegung des Codetragers wird der Lichtstrahl 
von einer durchwandernden optischen Codespur 
unterbrochen. Bei sehr feiner Teilung der Codespur 
in Hell- und Dunkelfelder ist der Einsatz einer 
Schlitzblende insbesondere aus Glas auf einer Sei- 
te des Codetragers unumganglich. Der lichtdurch- 
lassige Bereich der Schlitzblende ist entsprechend 
der Codespur in Hell- und Dunkelfelder unterteilt, 
so daG nur bei deckungsgleicher Positionierung 
von Codespur und Schlitzblende die maximale 
Lichtmenge durchfallt. Ein optoelektronischer Sen- 
sor, der auf der von der Lichtquelle abgewandten 
Seite dieser Anordnung positioniert ist, empfangt 
infolgedessen ein gut durchmoduliertes Lichtsignal. 
Jeder Codespur ist ein Fotosensor zugeordnet, der 
das jeweils durchgelassene Lichtsignal empfangt 
und auswertet, 

Dabei kann jeder Codespur ein separates foto- 
elektronisches Bauteil zugeordnet sein, welches auf 
einer Leiterplatte angeordnet ist. Es gibt aber auch 
schon industriell hergestellte Bauelemente, die auf 
einem Halbleiterchip mehrere lichtempfindliche 
Sensorflachen als sogenanntes Opto-Array aufwei- 
sen. In diesen Bauelementen sind die Halbleiter- 
chips fertigungstechnisch aufwendig auf einem 
Zwischentrager mit elektrischen Leiterbahnen ge- 
bondet und mit einem VerguGrahmen versehen, der 
abschlieflend durch einen schCitzenden Transpa- 
rentguG ausgefullt ist. Diese Bauelemente werden 
auf eine separate Leiterplatte gelotet, die genau auf 
die Anordnung aus Codetrager und Blendeinrich- 
tung ausgerichtet werden muG, damit das durchge- 
lassene Licht in die lichtempfindlichen Sensorfla- 
chen fallt. 

Die vorbekannten MeGgerate haben somit den 
gemeinsamen Nachteil, daG sie aufgrund der ein- 
zeln durch Mikrodrahte kontaktierten Sensorele- 
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mente in separaten Bauelementen und der erfor- 
derlichen Ausrichtung der mehreren Bauteile emp- 
findlich und aufwendig sind. 

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf- 
s gabe zugrunde, ein verbessertes optoelektroni- 
sches Weg-, Winkel- oder RotationsmeGgerat zu 
schaffen, das weniger empfindlich und aufwendig 
ist. 

Diese Aufgabe wird durch Anspruch 1 gelost. 

w Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran- 
spruchen angegeben. 

Bei einem erfindungsgemafien MeGgerat ist die 
plattenformige Blendeneinrichtung Trager des op- 
toelektronischen Halbleiterchips. Dieser wird ohne 

75 Chiptrager, Rahmen und durchsichtige VerguGmas- 
se auf der Blendeneinrichtungs-Platte gehalten. Da- 
bei kontaktieren der Platte zugewandte Kontaktstel- 
len des Chips elektrische Leiterbahnen, die eben- 
falls test mit der Platte verbunden sind. 

20 Vorzugsweise ist der Codetrager lichtdurchlas- 

sig und die Lichtquelle auf der von der Blendenein- 
richtung abgewandten Seite angeordnet. Die Code- 
spur kann eine optisch wirksame, insbesondere 
lichtabsorbierende oder reflektierende Beschich- 

25 tung mit Hellfelder bildenden Unterbrechungen auf 
der Blendeneinrichtung zugewandten Seite des Co- 
detragers sein. 

Als Blendeneinrichtung kommt eine transparen- 
te Platte mit einer lichtundurchlassigen Beschich- 

30 tung auf der dem Codetrager zugewandten Seite in 
Betracht. Dabei wird der lichtdurchlassige Bereich 
von mindestens einer Unterbrechung gebildet, die 
einem Hellfeld der Codespur etwa deckungsgleich 
ist. Als Beschichtung von Codetrager bzw. 

35 Blendeneinrichtung kommt eine Chromschicht 

oder eine Fotoemulsionsschicht in Betracht. Weist 
der einer Codespur zugeordnete lichtdurchlassige 
Bereich mehrere Unterbrechungen auf, kann sich 
die lichtempfindliche Sensorflache Giber samtliche 

40 Unterbrechungen erstrecken, wodurch ein sehr 
starkes Signal meGbar ist. 

Bei einer altemativen Blendeneinrichtung ist im 
lichtdurchlassigen Bereich mindestens ein Lichtlei- 
ter angeordnet, der sich von der dem Codetrager 

45 zugewandten zu der diesem abgewandten Platten- 
seite erstreckt. Der Lichtleiter leitet somit einen 
einerseits auf die Plattenoberflache auftreffenden 
Lichtpunkt in einen Punkt auf der gegenuberliegen- 
den Plattenseite weiter und blendet benachbarte, 

50 nicht in denselben Kanal fallende Lichtpunkte aus 
dem Ubertragungskanal aus. Er kann als lichtleiten- 
de Faser innerhalb der Blendeneinrichtungs-Platte 
ausgebildet sein. 

Dabei muG der Leitungsquerschnitt des Licht- 

55 leiter nicht unbedingt einem Hellfeld der Codespur 
entsprechen. Auch mehrere Lichtleiter konnen in 
einem Lichtleiterfeld der Blendeneinrichtung paral- 
lel nebeneinander angeordnet sein. Wenn die licht- 

2 
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empfindliche Sensorflache etwa mit einem Hellfeld 
deckungsgleich ist, wird das Maximum weitergelei- 
teten Lichts bei entsprechender Ausrichtung des 
Codetragers detektiert. 

Ferner kann sich das Lichtleiterfeld senkrecht 
zur Bewegungsrichtung des Codetragers uber 
mehrere Codespuren erstrecken. In Bewegungs- 
richtung des Codetragers erstreckt es sich vor- 
zugsweise mindestens uber die lichtempfindliche 
Sensorflache des Halbleiterchips. 

Lichtleitende Fasern eines Faserfeldes konnen 
in der Platte langsseitig zusammengesintert sein. 
Sie konnen mit angrenzenden homogenen Platten- 
abschnitten zusammengesintert sein, die auBerhalb 
der Sensorflache der Befestigung des Chips und 
der Kontaktierung dienen konnen. 

Bei beiden alternativen Blendeneinrichtungen 
besteht die Platte bevorzugt aus Glas. 

In einem einzigen Halbleiterchip konnen meh- 
rere lichtempfindliche Sensorflachen fur verschie- 
dene Codespuren angeordnet sein, deren Signale 
uber Kontaktstellen an getrennte elektrische Leiter- 
bahnen weitergegeben werden. Fur eine einfache 
Befestigung des Halbleiterchips ist dieser an sei- 
nen Kontaktstellen mittels eines Verbindungsmittels 
an den elektrischen Leiterbahnen der Blendenein- 
richtung gehalten. Das Verbindungsmittel, bei- 
spielsweise ein Lot oder ein Klebstoff, ist elektrisch 
leitend. 

Bevorzugt sind die Leiterbahnen von den Kon- 
taktstellen zur Peripherie der Blendeneinrichtungs- 
Platte gefuhrt, wo eine weitere Verdrahtung einfach 
durchgefuhrt werden kann. Die Leiterbahnen kon- 
nen auf die Platte gedruckt Oder geatzt sein und 
insbesondere aus Gold bestehen. Aus Isolations- 
grunden kann der Halbleiterchip auf der vom Code- 
trager abgewandten Seite der Platte von einem 
VerguGmittel bedeckt sein. Ein lichtundurchlassiges 
VerguGmittel schutzt vor storenden Lichteinflussen. 

Ein erfindungsgemaGes Weg-, Winkel- Oder 
RotationsmeGgerat hat den Vorteil einer vereinfach- 
ten Herstellung wegen der Simultankontaktierung 
der Kontaktstellen mit den elektrischen Leiterbah- 
nen. Dafur braucht lediglich ein Verbindungsmittel 
aufgebracht und der Chip richtig uber den Leiter- 
bahnen positioniert zu werden. Ist das Verbin- 
dungsmittel ein Lot, kann dieses an den Leiterbah- 
nen appliziert werden, so da/3 der Chip nach Erhit- 
zen auf Lottemperatur und Drucken der Kontakt- 
stellen gegen die Leiterbahnen simultan kontaktiert. 

Durch die gleichzeitige Nutzung der Platte als 
Blendeneinrichtung und Chiptrager werden die . 
Verarbeitungs- und Materialkosten erheblich ge- 
senkt. 

Zugieich hat der erfindungsgemaGe Aufbau er- 
hebliche optische Vorteile, insbesondere weil die 
Nahe der Sensoroberflache zur Blendeneinrichtung 
eine hohe Nutzsignalausbeute und einen geringen 



StorstrahlungseinfluG garantiert 

Der erfindungsgemaGe Aufbau bewirkt eine be- 
deutende Qualitatssteigerung des MeGgerates, weil 
anfallige Strukturen entfallen. Insbesondere werden 
5 die bei herkommlichen Einrichtungen vorhandenen 
verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen 
Ausdehnungskoeffizienten vermieden, die bei 
wechselnder Temperaturbeanspruchung storungs- 
anfallig sind. Die Storanfalligkeit ist extrem redu- 
w ziert, wenn ein Halbleiterchip auf Siliciumbasis an 
einer Glasplatte befestigt wird. 

Zugieich ist durch die Blendeneinrichtungs- 
Ptatte ein wirksamer Schutz des Halbleiterchips 
gegen beliebige Beanspruchung, insbesondere me- 
75 chanischer oder chemischer Art, gegeben. Eine 
Nachjustierung der Ausrichtung des Halbleiterchips 
auf die Blendeneinrichtung entfallt wegen deren 
starrer Verbindung. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung 
20 ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
der zugehorigen Zeichnungen, die herkommliche 
und erfindungsgemaGe MeGgerate zeigen. In den 
Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 ein herkommliches MeGgerat mit ei- 
25 nem einzigen optoelektronischen Sen- 

sor im Querschnitt; 
Fig. 2 herkommliches MeGgerat mit opto- 
elektronischem Sensorchip im Quer- 
schnitt; 

30 Fig. 3 erfindungsgemaGes MeGgerat mit be- 

schichteter Blendeneinrichtungs-Platte 

im Querschnitt; 
Fig. 4 ein erfindungsgemaGes Gerat mit 

Lichtkanale aufweisender 
35 Blendeneinrichtungs-Platte im Teil- 

Querschnitt; 

Fig. 5 dasselbe Gerat in der Draufsicht, je- 

doch ohne Sensorchip; 
Fig. 6 Sensorchip fur dasselbe Gerat in der 
40 Draufsicht; 

Fig. 7 dasselbe Gerat in vergroGertem Teil- 
Langsschnitt. 
Das herkommliche MeGgerat gemaG Fig. 1 hat 
eine Tragerplatte 1 mit einer darin eingeloteten 
45 Lichtquelle 2, deren Lichtstrahl 3 senkrecht von der 
Tragerplatte nach unten weggerichtet ist. Parallel 
zur Tragerplatte 1 ist darunter ein Codetrager in 
Form einer Codescheibe 4 angeordnet. Hier han- 
delt es sich um die drehbare Codescheibe 4 eines 
so RotationsmeGgerates, deren nicht abgebildete 
Drehachse in der Zeichnung rechts angeordnet ist. 
Die transparente Codescheibe 4 weist unterseitig 
eine lichtundurchlassige Chrom-Beschichtung 5 
auf, deren Unterbrechungen Hellfelder bilden, von 
55 denen eines bei 6 gezeigt ist. 

Parallel unter der Codescheibe 4 ist eine Blen- 
deneinrichtung 7 in Form einer Platte mit einer 
oberseitigen Chrom-Beschichtung 8 angeordnet. 
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Die Beschichtung 8 weist ebenfalls Unterbrechun- 
gen auf, die den Hellfeldern 6 der Codierscheibe 
entsprechen und von denen eine bei 9 gezeigt ist. 
Unterhalb der transparenten Platte 7 befindet sich 
eine weitere Tragerplatte 10, in die ein optoelektro- 
nisches Sensorbauteil 1 1 eingelotet ist. Ein Licht- 
strahl 3 aus dem Lichtsensor 2 gelangt durch die 
Codierscheibe 4 und die Blendeneinrichtung 7 in 
den Sensor 11, wenn die Offnungen 6, 9 einander 
uberdecken. Die gegenuber den ubrigen Geratetei- 
len bewegliche Codierscheibe 4 durchlauft abwech- 
selnd mit Unterbrechungen 6 und Beschichtung 5 
den Lichtstrahl, so dafi der Sensor 11 ein modulier- 
tes Signal entsprechend der Codierscheiben-Bewe- 
gung abgibt 

Das weitere schon im Stand der Technik be- 
kannte Gerat gema/3 Fig. 2 wurde hinsichtlich sei- 
ner ubereinstimmenden Merkmale mit identischen 
Bezugsziffern versehen. Insoweit wird auf obige 
Erlauterungen Bezug genommen. Es unterscheidet 
sich lediglich durch einen anderen optoelektroni- 
schen Sensor 12 auf der unteren Tragerplatte 10, 
der in einem Rahmen 12' einen mit VerguBmasse 
12" abgedeckten Halbleitersensor auf einem Sub- 
strat aufweist. 

Die vorbekannten Gerate sind aufgrund der 
vielen Einzelbauteile und deren unterschiedlichen 
Materialien in der Herstellung aufwendig und emp- 
findlich. 

Ein erfindungsgemaGes Gerat gemaB Fig. 3 
stimmt in Aufbau und Anordnung von oberer Tra- 
gerplatte 1 , Lichtsender 2, Codierscheibe 4 ein- 
schlieGlich Beschichtung 5 mit Unterbrechungen 6 
sowie Ausrichtung des Lichtstrahls 2 mit den zuvor 
beschriebenen Geraten uberein. 

Unterhalb der Codierscheibe 4 befindet sich 
eine Blendeneinrichtung, die ebenfalls oben auf 
einer transparenten Platte 7 eine undurchlassige 
Schicht 8 mit Unterbrechungen 9 aufweist. Die 
Platte 7 der Blendeneinrichtung ist zugleich mit 
ihrer Unterseite Trager fur einen Halbleiterchip 13, 
der mit einer lichtempfindlichen Flache auf die 
Unterbrechung 9 ausgerichtet ist. Zur Verbindung 
des Halbleiterchips 13 mit der Platte 7 ist letztere 
unterseitig mit Leiterbahnen 14, 15 versehen, die 
von Peripheriebereichen bis in die Nahe des Licht- 
strahles 3 fuhren. Dort kommen die elektrischen 
Leiterbahnen 13, 14 mit Kontaktstellen 15, 16 des 
Halbleiterchips 13 zur Deckung, mit denen sie 
durch ein Verbindungsmittel verbunden sind. 

Unterseitig ist der Halbleiterchip 13 von einer 
VerguGmasse 16 aus geschwarztem Kunststoff ab- 
gedeckt. 

Sind die Unterbrechungen 6, 9 von Codeschei- 
be und Blendeneinrichtung deckungsgleich aufein- 
ander ausgerichtet, gelangt der Lichtstrahl 3 aus 
dem Lichtsender 2 in die lichtempfindliche Sensor- 
flache des Halbleiterchips 13. Eine (Dreh- 
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)Bewegung der Codescheibe 4 bewirkt auch hier 
eine bewegungsabhangige Modulation des Licht- 
strahles 3, die der optoelektronische Sensor detek- 
tiert und das Ausgangssignal an die Leiterbahnen 

5 13, 14 weitergibt. 

Die in den Fig. 4 bis 6 abgebildete Version 
kommt entsprechend Fig, 3 in Kombination mit 
einem oberen Trager 1 fur eine Lichtquelle und 
einer Codescheibe 4 mit einer Beschichtung 5 mit 

w Unterbrechungen 6 fur einen Lichtstrahl 3 zum 
Einsatz. In den Fig. 4 und 5 dargestellt ist jedoch 
nur die Blendeneinrichtung und den optoelektroni- 
schen Sensor bildende Einheit. 

Hier hat die Blendeneinrichtung eine Mikrofa- 

75 serplatte 15, die zwischen homogenen Plattenab- 
schnitten 16 ein paralleles Bundel Mikrofasern auf- 
weist. Die Mikrofasern erstrecken sich gemaG Fig. 
4 von der einer Codierscheibe zuzuwendenden 
Oberseite geradlinig zur Unterseite der Platte 15. 

20 GemaG Fig. 5 sind benachbarte Mikrofaser-Reihen 
um einen halben Mikrofaser-Abstand gegeneinan- 
der versetzt, wodurch sich eine wabenartige Struk- 
tur ergibt. Die Mikrofasern 17 haben untereinander 
sowie mit den Plattenabschnitten 16 eine Sinterver- 

25 bindung. Eine geeignete Mikrofaserplatte ist bei der 
Optolab GmbH, Norderstedt, Deutschland erhalt- 
lich. 

Wie aus der Fig. 5 ersichtlich ist, erstreckt sich 
das so gebildete Feld aus Mikrofasern 17 in Quer- 

30 richtung der Platte 15 zwischen beidseitig zur Peri- 
pherie gefuhrten Leitungsbahnen 18 und in Langs- 
richtung praktisch uber die gesamte Plattenlange. 

GemaG Fig. 6 hat der zugehorige Halbleiter- 
chip 19 auf seiner der Platte zugewandten Seite 

35 elektrische Kontaktstellen 20, von denen jede mit 
einer Leiterbahn 18 der Platte 15 zur Deckung 
gebracht werden kann. Zwischen den beiden rand- 
seitigen Reihen von Kontaktstellen 20 des Halblei- 
terchips 19 befinden sich mehrere lichtempfindli- 

40 che Sensorflachen 21, deren elektrische Signale 
von verschiedenen Kontaktstellen abgegriffen wer- 
den konnen. 

GemaB Fig. 4 ist der Halbleiterchip 19 mit der 
Platte 15 verbunden, indem seine Kontaktstellen 20 

45 mittels eines leitenden Verbindungsmittels an den 
Leiterbahnen 18 befestigt sind. Eine zusatzliche 
Befestigung und zugleich optische sowie elektri- 
sche Abschirmung wird durch ein VerguGmaterial 
22 bewirkt, welches den Halbleiterchip 19 untersei- 

so tig abdeckt und sich randseitig bis auf die transpa- 
rente Platte 1 5 erstreckt. 

In einem vollstandig assemblierten Gerat ist 
jede lichtempfindliche Flache 21 des Halbleiter- 
chips 19 einer Codespur eines Codetragers zuge- 

55 ordnet. Befindet sich eine Unterbrechung der Co- 
despur deckungsgleich uber einer lichtempfindli- 
chen Sensorflache 21, so leiten die von der Ober- 
seite zur Unterseite der Platte 15 fLihrenden Licht- 

4 
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fasern 17 das durch die Offnung tretende Licht 
genau in die lichtempfindliche Sensorflache. Befin- 
det sich die Offnung des Codetragers nicht uber 
der lichtempfindlichen Sensorflache 21, so wird 
gegebenenfalls durchtretendes Licht von benach- 
barten Lichtleitfasern 17 an eine nicht uber der 
Sensorflache 21 befindliche Stelle der Plattenunter- 
seite transportiert bzw. tritt nur durch die seitlichen 
Plattenbereiche 15 hindurch. Die Lichtleiter 17 be- 
wirken somit ein Ausblenden von Lichtstrahlen, die 
durch Offnungen der Codespuren gelangen, wenn 
diese nicht deckungsgleich mit den Sensorflachen 
des Halbleiterchips angeordnet sind. 

Fig. 7 zeigt in Seitenansicht, da/3 die Einheit 
aus Blendeinrichtungs-Platte 15 und Halbleiterchip 
19 einfach mit einer angrenzenden Leiterplatte 23 
verbunden werden kann. Hierzu werden die Leiter- 
bahnen 18 mit Leiterbahnen 24 der Leiterplatte 23 
uber eine Weichlotverbindung 25 verbunden. Even- 
tuell dabei auftretende Erwarmung wird zum Teil 
von der Versiegelung 22 absorbiert, bevor sie auf 
den Chip 19 einwirken kann. 

Der Chip 19 ist mittels sogenannter "Bumps" 
als Lot-Verbindungsmittel bei 20 an Leiterbahnen 
18 festgelegt Dargestellt ist nur eine Leiterbahn 
18, die einen gemeinsamen AnschluS fur eine Si- 
gnalleitung der optoelektronischen Halbleitersenso- 
ren bilden kann. Vom optoelektronischen Halbleiter- 
sensor gelangen die Sensorsignale durch die Si- 
multankontaktierung 20 auf die Leiterbahnen 18 
und werden von dort uber die Leiterbahnen 24 der 
Leiterplatte 23 zwecks weiterer Verarbeitung uber- 
tragen. Die Leiterplatte 23 kann zugleich ein Trager 
fur den Verbund aus Blendeinrichtung und Halblei- 
terchip sein. 

Patentansprtiche 

1- Optoelektronisches Weg-, Winkel- Oder Rota- 
tionsme/3gerat, mit einem beleuchteten Oder 
durchleuchteten Codetrager (4), wenigstens ei- 
ner Codespur mit Hell- und Dunkelfeldern auf 
dem Codetrager, einer neben dem Codetrager 
angeordneten Blendeneinrichtung in Form ei- 
ner Platte (7) mit der Codespur zugeordnetem 
lichtdurchlassigem Bereich (9) und einem op- 
toelektronischen Sensor (13, 19) auf der dem 
Codetrager abgewandten Seite der Blenden- 
einrichtung mit diesem zugewandter lichtemp- 
findlicher Sensorflache (21), in welche die 
Blendeneinrichtung von der Codespur beein- 
flufites Licht (3) durchlaSt, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/3 die plattenformige Blendenein- 
richtung (7, 8, 15) auf der vom Codetrager (4) 
abgewandten Seite einen optoelektronischen 
Halbleiterchip (13, 19) als Sensor mit der Plat- 
te (7, 8, 15) zugewandten Kontaktstellen (15, 
16, 20) und die Blendeneinrichtung au/3erdem 



auf dieser Seite die Kontaktstellen des Halblei- 
terchips kontaktierende elektrische Leiterbah- 
nen (13, 14, 18) tragt. 

5 2. Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, da/3 der Codetrager (4) lichtdurchlassig 
und eine Lichtquelle (2) auf der von der Blen- 
deneinrichtung (7, 8, 15) abgewandten Seite 
des Codetragers angeordnet ist. 

w 

3. Gerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Codespur eine Dunkel- 
felder bildende Beschichtung (5) mit Hellfelder 
bildenden Unterbrechungen (6) auf der der 

15 Blendeneinrichtung (7, 8) zugewandten Seite 

des Codetragers (4) aufweist. 

4. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die Blendenein- 

20 richtung eine transparente Platte (7) mit einer 

lichtundurchlassigen Beschichtung (8) mit min- 
destens einer einem Hellfeld der Codespur 
etwa deckungsgleichen Unterbrechung (6) im 
lichtdurchlassigen Bereich auf der dem Cbde- 

25 trager (4) zugewandten Seite ist. 

5. Gerat nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, da!3 die Beschichtung (5, 8) eine 
Chromschicht oder eine Fotoemulsionsschicht 

30 ist. 

6. Gerat nach Anspruche 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die lichtempfindliche Sen- 
sorflache uber mehrere Unterbrechungen (9) 

35 eines lichtdurchlassigen Bereiches der Blen- 

deneinrichtung (7, 8) erstreckt ist. 

7. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 die Blendenein- 

40 richtung (15) in jedem lichtdurchlassigen Be- 

reich mindestens einen Lichtleiter (17) hat, der 
von einer dem Codetrager (4) zugewandten zu 
einer diesem abgewandten Seite der Platte 
(15) erstreckt ist. 

45 

8. Gerat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, da/3 jeder Lichtleiter eine lichtleitende Fa- 
ser (17) ist. 

so 9. Gerat nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 mehrere Lichtleiter (17) der 
Blendeneinrichtung (15) parallel nebeneinander 
angeordnet sind und die lichtempfindliche Sen- 
sorflache (21) etwa zumindest einem Hellfeld 

55 einer Codespur deckungsgleich ist. 

10. Gerat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, da/3 sich ein von den Lichtleitern (17) 
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gebildetes Feld senkrecht zur Bewegungsrich- 
tung des Codetragers (4) uber mehrere Code- 
spuren erstreckt. 

11. Gerat nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi sich das von Lichtleitern 
(17) gebildete Feld in Bewegungsrichtung des 
Codetragers (4) mindestens uber die lichtemp- 
findliche Sensorflache (21) des Halbleiterchips 
(19) erstreckt. 

12. Gerat nach einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB die lichtleitenden 
Fasern (17) langsseitig zusammengesintert 
sind. 



21. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen 
(13, 14, 18) auf die Blendeneinrichtungs-Platte 
(7, 8, 15) gedruckt oder geatzt sind. 

5 

22. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen 
(13, 14, 18) aus Gold sind. 

70 23. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (13, 19) auf der vom Codetrager (4) abge- 
wandten Seite der Blendeneinrichtungs-Platte 
(7 t 15) von einem Vergufimittel (16, 22) be- 

75 deckt ist. 



13. Gerat nach einem der Anspruche 9 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die lichtleitenden 
Fasern (17) mit angrenzenden homogenen 
Plattenabschnitten (16) langsseitig zusammen- 
gesintert sind. 

14. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Platte (7, 15) 
der Blendeneinrichtung aus Glas besteht. 

15. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 in einem Halblei- 
terchip (19) mehrere lichtempfindliche Sensor- 
flachen (21) fur verschiedene Codespuren an- 
geordnet sind. 

16. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (13, 19) an seinen Kontaktstellen (15, 16, 
20) mittels eines Verbindungsmittels an den 
elektrischen Leiterbahnen (13, 14, 18) der 
Blendeneinrichtung gehalten ist. 

17. Gerat nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Verbindungsmittel elektrisch 
leitend ist. 



20 



25 



30 



35 



40 



24. Gerat nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das VerguGmittel (13, 22) licht- 
undurchlassig ist. 



18. Gerat nach Anspruch 16 oder 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Verbindungsmittel ein 
Lot ist. 



45 



19. Gerat nach einem der Anspruche 16 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Verbin- 
dungsmittel ein Klebstoff ist. 



50 



20. Gerat nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen 
(13, 14, 18) von den Kontaktstellen zur Peri- 
pherie der Platte (7, 8, 15) der Blendeneinrich- 
tung gefuhrt sind. 



55 
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